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Fraunhofer IZM engagiert sich in der APECS-Pilotlinie zur
Forderung von Chiplet-Technologien

Das Fraunhofer-Institut fiir Zuverlassigkeit und Mikrointegration IZM gibt seine
aktive Mitwirkung an der APECS-Pilotlinie bekannt, die innerhalb des Rahmens
des EU Chips Acts ins Leben gerufen wurde. Die Initiative zielt darauf ab, die
Entwicklung und Integration von Chiplet-Technologien voranzutreiben, um die
Wettbewerbsfahigkeit der europaischen Halbleiterindustrie zu starken.

Innerhalb der APECS-Pilotlinie wird das Fraunhofer IZM eine Schlisselrolle bei der Hard-
ware-Integration von Chiplet-Systemen einnehmen. Mit der Verflgbarkeit der Chiplet-
Einzelkomponenten bedient das Institut den gesamten Prozessablauf zur Realisierung
eines voll funktionsfahigen Systems. Dafur entwickeln die Forschenden moderne Inter-
poser-Technologien auf 300 mm, hochdichte Substrate, fortschrittliche Montagetechni-
ken und stellen die notwendigen Prozesse flr die weitergehende Heterointegration
hochintegrierter Systeme bereit. Das Fraunhofer IZM positioniert sich mit den folgen-
den Innovationsschwerpunkten als zentraler Ansprechpartner fir die System-Heteroin-
tegration in Europa.

Entwicklung hochpraziser Integrationstechnologien

Die Chiplet-Technologie erfordert eine hochprazise Montage auf hochdichten Interpo-
sern und Leiterplatten. Das Fraunhofer IZM wird innovative Lésungen zur Implementie-
rung dieser Technologien voranbringen. So werden etwa durch Silizium-basierte Inter-
poser die Kontaktraster von derzeit 15 Mikrometern auf unter 1 Mikrometer verklei-
nert. Auf Leiterplatten wird sich dank so genannter ,Advanced PCBs” das Kontaktras-
ter im Mikrometerbereich bewegen.

Die Verbindung zwischen Chiplets erfordert leistungsfahige Interconnect-Technologien
und spezielle Materialien zur Sicherstellung der Signalintegritat. Fir die Gehausetech-
nologie verfolgen die Forschenden verschiedene Integrationsansatze (2D, 2,5D, 3D),
wobei thermisches Management entscheidend ist, um Hotspots zu vermeiden. DarUber
hinaus stellt das Fraunhofer IZM umfassende Testumgebungen zur Verfligung, um die
Funktionalitat der einzelnen Chiplets nach ihrer Integration sicherzustellen.

Prototyping von Substraten

Die Herstellung von Substraten mit feinsten Strukturen bis hinab zu 1 Mikrometer zur
Realisierung von Prototypen flr industrielle und akademische Partner ist ein Schllssel,
um Technologien fir kiinstliche Intelligenz und das High Performance Computing zu
entwickeln und zu validieren.
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Entwicklung modularer Chiplet-Architekturen

Durch die Integration mehrerer spezialisierter Chiplets auf einem einzigen Substrat for-
dert das Fraunhofer IZM die Modularitat und Kosteneffizienz der Systeme und unter-
stutzt gleichzeitig die Wiederverwendbarkeit bestehender Chiplet-Designs. Diese Mo-
dularitat wird durch die am Fraunhofer IZM bereitgehaltene und im Rahmen von
APECS weiterentwickelte Toolbox unterschiedlichster Integrationsverfahren erméglicht.

Uber die APECS-Pilotlinie

Die Pilotlinie fir »Advanced Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic
Components and Systems« (kurz APECS) ist ein wichtiger Baustein des EU Chips Acts,
um Chiplet-Innovationen voranzutreiben und die Forschungs- und Fertigungskapazita-
ten fur Halbleiter in Europa zu erhdhen. Die in der Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland (FMD) kooperierenden Institute arbeiten eng mit weiteren europaischen
Partnern am Aufbau der APECS-Pilotlinie und leisten damit maBgeblich einen Beitrag,
Europas technologische Resilienz zu starken und somit auch die globale Wettbewerbs-
fahigkeit in der Halbleiterindustrie zu steigern. Sowohl groBen Industrieunternehmen
als auch KMU und Start-ups wird die Pilotlinie einen niederschwelligen Zugang zu Cut-
ting Edge-Technologien ermoglichen und fir sichere, resiliente Halbleiterwertschop-
fungsketten sorgen.

APECS wird durch Chips Joint Undertaking und durch nationale Férderungen von Bel-
gien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Osterreich, Portugal und Spa-
nien im Rahmen der »Chips for Europe« Initiative kofinanziert. Die Gesamtfinanzierung
flr die APECS-Pilotlinie belduft sich auf 730 Millionen Euro Gber 4,5 Jahre.

Weitere Infos: www.apecs.eu.
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Keine Chiplets ohne heterogene Integration: Das High-End Performance Packa-
ging vom Wafer zum System ist einer der Schliissel zur Hardware-Realisierung
innerhalb der APECS-Pilotlinie

Bild in Druckqualitat: https://www.izm.fraun-

hofer.de/en/news events/pics.html
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Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit fihrende Organisation fir anwendungs-
orientierte Forschung. Mit ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schllsseltechnologien sowie auf die Ver-
wertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als
Wegweiser und Impulsgeber fir innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an der
Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft. Die 1949 gegrindete Organisation betreibt in Deutsch-
land derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen. Rund 31.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tber-
wiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jahrliche Forschungsvolumen
von 3,4 Milliarden Euro. Davon fallen 3,0 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung.

Die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) als Kooperation des Fraunhofer-Verbunds Mik-
roelektronik mit den Leibniz-Instituten FBH und IHP ist die zentrale Anlaufstelle fur alle Fragestellungen rund
um die mikro- und nanoelektronische Forschung und Entwicklung in Deutschland und Europa.

Als One-Stop-Shop verbindet die FMD seit 2017 wissenschaftlich exzellente Technologien und Systemlésungen
ihrer 13 kooperierenden Institute aus Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-Gemeinschaft zu einem kundenspe-
zifischen Gesamtangebot. Unter dem virtuellen Dach der FMD entstand somit der europaweit gro3te Zusam-
menschluss dieser Art mit inzwischen mehr als 4900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer einzigartigen
Kompetenz- und Infrastrukturvielfalt. www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de

Hoch integrierte Mikroelektronik ist allgegenwartig und bleibt doch fiirs bloBe Auge meist unsichtbar. Seit
Uber 30 Jahren unterstltzten wir an den Standorten Berlin, Dresden und Cottbus Startups sowie mittelstan-
dische und internationale GroBunternehmen mit Technologietransfer fir intelligente Elektroniksysteme der
Zukunft. Das Fraunhofer 1ZM deckt mit vier zentralen Technologie-Clustern eine groBe Bandbreite aus den
Bereichen Quantentechnologie, Medizin-, Kommunikations- und Hochfrequenztechnik ab. Mit unserer welt-
weit fihrenden Expertise bieten wir unseren Kund*innen kostengtinstige Entwicklung und Zuverldssigkeits-
bewertung von Electronic Packaging Technologien sowie maBgeschneiderte Systemintegration auf Wafer-,
Chip- und Boardebene.
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